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Kleiner, schneller und praziser

Smarte Losungen flir Planarspulen

Schauen wir uns heutzutage innovative Elek-
tronik-Systeme an, stellen wir fest, dass diese
einerseits immer leistungsfahiger und anderer-
seits immer kompakter werden. Das Gehause
und die Bauteile werden kleiner, die Performanz
hingegen steigt. Der Platz auf der Leiterplatte
reicht nicht mehr aus, um die geforderte Funk-
tionalitat zu gewahrleisten.

Dieser Spagat stellt so manchen Entwickler vor

grof3e Herausforderungen.

Eine potentielle Lésung kann das Embedding
darstellen. Dabei werden passive oder aktive

Komponenten in die Leiterplatte integriert.

Das hier beschriebene Konzept ermoglicht es,
u.a. eine passive Leiterplatte auf Grundlage ei-
nes definierten Multilayers in ein aktives Bauteil

zu verwandeln.

Unimicron Germany stellt lhnen in diesem Whi-
te Paper vor, welche Vorteile und Anwendungs-
moglichkeiten eine FR4-basierte Planarspule
im Vergleich zu einem konventionellen Bauteil

bietet.

info@unimicron.de - www.unimicron.de




WHITE PAPER

SMARTE LOSUNGEN FUR PLANARSPULEN

Juli 2020 - Seite 3 von 9

FR4-Bauteil mit héchst prézisen Symmetrien

Wenn drahtgewickelte Spulen an Grenzen stoRen

Basierend auf der Wechselwirkung von elektri-

schen Feldern werden viele Sensoren und Ak-
toren mit konventionellen, drahtgewickelten In-
duktivitaten realisiert.

Unterliegt eine Elektronik-Baugruppe hoheren
Anforderungen, z.B. im Bereich Umgebungs-
temperatur und Temperaturschwankungen, wir-
ken sich konventionelle Bauteile hinsichtlich Iso-
lationsklassen und Ausdehnungskoeffizient oft
limitierend aus.

Der alternative Einsatz von eingebetteten Pla-
narspulen in FR4 hingegen ermdglicht ungeahn-

te Perspektiven.

Dank der fortgeschrittenen Feinstleitertechno-
logie, neuen Basismaterialien sowie optimier-
ten Berechnungs- und Simulationstools kénnen
sowohl kleinste planare Induktivitaten als auch
hochstromfeste Spulenanwendungen fir bei-
spielsweise Wireless Power Charging (WPC)

realisiert werden.
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Wenn aus FR4, Kupferleiterbahn und Kern ein Bauteil wird

Die Herstellung von kundenspezifischen Spu-

len erfolgt in einer auf Feinstleitertechnologie
ausgerichteten, hochmodernen Fertigung. Alle
geforderten Parameter fliel3en in die digitale Be-
rechnung und Datenaufbereitung der Spule ein.
In der Produktion mit hohem Automatisierungs-
grad und Reinrdumen der Klasse 10.000 wer-
den die Leiterbahnen prazise in den Innenlagen
registriert und kontaktiert. Aufgrund der exakten
Positionierung und der digitalisierten Produktion
kénnen optimale Spulenwerte, kleinste Toleran-
zen und eine enorm hohe Reproduzierbarkeit er-
zielt werden.

Mit der innovativen Spulentechnologie auf FR4-
Basis lassen sich Wicklungen mit einem hohe-
ren Kupferflillgrad und prazisen Symmetrien

fertigen.

FR4-Planarpulen zeichnen sich besonders
durch eine hohe Strombelastbarkeit, geringe pa-
rasitare Kapazitaten und einem minimalisierten
ohmschen Widerstand aus. Sie weisen zudem
bessere Werte bezuglich Isolationsklasse und
Ausdehnungskoeffizient auf, was die Zuverlas-

sigkeit der Baugruppen erhdht.

FR4-Planarspulen bieten eine groRere Flexibili-
tat hinsichtlich der BaugréRe und der moglichen
Ankontaktierungsvarianten (Pads, Halbbohrun-
gen oder Pins).

Die hohe Integrationsdichte und der hohe Kup-
ferfillgrad von FR4-Planarspulen wirken sich
auflerdem positiv auf Signalintegritat und War-

memanagement aus.
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Schliffbild FR4-Planarspule und gewickelte, konventionelle Spule im Vergleich

Wenn die Vorteile tiberwiegen

Der Einsatz von FR4-basierten Planarspulen bietet folgende Vorteile gegenliber konventionellen

Induktivitaten:

Herstellung:

m kleine Baugrofie und flache Bauhohe

m hoher Kupferfiillgrad auf gleichem Raum

m hohe Strombelastbarkeit

m hohe Vibrations- und Schwingungsfestigkeit

m weniger Skineffekte durch flache Leiter-
bahnen

m weniger Streuinduktivitat durch kurze Wege

m hohe Prazision der Lagen und genaue
Produzierbarkeit

m Reproduzierbarkeit in x-beliebiger Menge

s Kombination mit anderen Leiterplatten-

technologien

Montage:

m niedriger Schwerpunkt der Baugruppe

m keine Ubergangsstellen mit anderen Metal-
len als Kupfer durch Einbetten in Multilayer

m Nutzung von standardisierten Bestiickungs-

und Montageprozessen

Reproduzierbarkeit:

komplett digitale Datenaufbereitung und
Fertigung

prozessbedingt engeres Toleranzfenster
Uber ein Produktionslos und Folgeauftrage
definierte Design Rules und Lagen-

aufbauten
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Anwendungsbeispiele

Die FR4-Spulentechnologie ist vielseitig und lasst sich in verschiedensten Anwendungen einsetzen. Hier zei-

gen wir Ihnen einige Applikationen aus der Praxis:

Transformatoren und Ubertrager

Planar Motion

info@unimicron.de - www.unimicron.de




WHITE PAPER
SMARTE LOSUNGEN FUR PLANARSPULEN

Juli 2020 - Seite 7 von 9

- - - . | &
g - v i ragl
ma LR = ; — i
N T
. anl,
R N | N

info@unimicron.de - www.unimicron.de




WHITE PAPER

SMARTE LOSUNGEN FUR PLANARSPULEN

Transponder, RFID

Juli 2020 - Seite 8 von 9

Zusammenfassung

Wenn Sie an der Entwicklung eines Elektronik-

systems arbeiten, egal ob Neu- oder Redesign,
Induktivitaten einsetzen und zusatzlich Anforde-
rungen hinsichtlich Miniaturisierung oder auch
Warmeableitung haben, dann kann der Einsatz
der FR4-basierten Spulentechnologie fur Sie

eine optimale Lésung bieten.

FR4-Planarspulen kdnnen platzsparend in einen
Multilayer eingebettet werden, ergeben optimale

Werte und sind hdchst zuverlassig.

Als Einzelbauteil lassen sie sich in Trays gelegt
und gegurtet im Standard-Bestiickungs- und

Montageprozess einfach verarbeiten.

FR4-Bauteile sind vielseitig einsetzbar und kon-
nen mit zusatzlichen Leiterplattentechnologien
wie HDI Microvia oder Semiflex kombiniert wer-
den. Sollte dies gefordert sein, ist eine Abstim-
mung bereits in der Entwicklungsphase empfeh-

lenswert.
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Uber Unimicron Germany

Unimicron Germany (ehemals Ruwel) ist tradi-
tionsreichster und einer der fihrenden Herstel-
ler von Leiterplatten in Deutschland. Das hoch
automatisierte Innenlagenwerk ist das moderns-
te in Europa. Das breite Produktspektrum reicht
von Leiterplatten in Standardtechnologie wie
doppelseitige PCBs tUber Multilayer bis 30 Lagen

bis hin zu anspruchsvolleren Technologien wie
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HDI, Dickkupfer-Techniken, = Hochfrequenz-
PCBs oder Semiflex. Unimicron fertigt Muster,
kleine und mittlere Losgroften oder hohe Stilick-
zahlen. Als High Reliability Business Unit inner-
halb der Unimicron Technology Group, einem
der weltweit fihrenden Hersteller fur PCBs, hat
Unimicron Germany direkten Zugriff auf die asia-

tischen Partnerwerke.
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